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1 브라  비 다. 하단  지지 재   측 , 하단  지지 재  타 측 , 상단  지지 재   측
,  상단  지지 재  타 측   어도 하나  측 에는 측  돌 지만 에 지 않는 2

브라  비 다. 2 브라 , 2 브라   측   그  측 에  같  거리만큼 격  앙
 심   측 에  1 브라 과 칭 는 치에 치 다. 

(52) CPC특허

     H01M 10/425 (2013.01)

     H01M 2/105 (2013.01)

     H01M 2/1094 (2013.01)
(72) 

진규

역시  어  57  136동 402  (어
동,한빛아 트)

신근수

역시   94, 703동 2103 (
동, 도안신도시7단지 미지 수)

  지원한 가연 개 사업

    과 고           2018001474

    처                 과학 술 보통신

    과 리( 문)   한 연 재단

    연 사업             거 과학연 개 사업

    연 과             (EZBARO)  리튬  리 리시스   리  검   개 (2018)

     여               1/1

    과 수행         한 과학 술원( 공 연 )

    연 간              2018.01.01 ~ 2018.12.31

등록특허 10-2169001

- 2 -



  

청

청 항 1 

행  루  열  복수  리 (battery cell);  연  플라스틱  , 상  복수  

리  하단 가 상측 에 안착 는 하단  지지 재;  연  플라스틱  , 상  복수  

리  상단 가 하측 에 안착 는 상단  지지 재; 상  상단  지지 재  상  하단  지지 재 사

 결합 고 하는 복수  (pillar);  상  복수  리 과  연결 는 듈 PCB(printed

circuit board);  비하는 리 듈 , 

상  하단  지지 재는 신   측   타 측 에 상   끼워지도  돌  치  복수  1 브라

과, 상  복수  1 브라 과 다  치  에  돌  치  복수  2 브라  비하고, 

상  하단  지지 재  측  1 브라 과 타 측  2 브라  치가 향 고, 상  하단  지지 

재  측  2 브라 과 타 측  1 브라  치가 향 고, 

상  리 듈  양 측  다  리 듈  결합 가능하도  고,

상  복수  리  각각  상단   하단  극(electric pole)에 각각  측 단 가 통 (通電) 가능

하게 연결 는 1 극 (electric wire)  2 극  상  하도  연 고,

상  1 극   2 극   연  단 가 커 에 하여  결합 고,

상   커 가 상  듈 PCB(printed circuit board)에 리가능하게 결합 는 것  특징  하는 리 

듈. 

청 항 2 

1 항에 어 ,

상  상단  지지 재는, 신   측   타 측 에 상   끼워지도  돌  치  복수  1 브라

 비하고, 신   측   타 측   어도 하나  측 에는 상  상단  지지 재  복수  1 브

라 과 다  치  에  돌  치  복수  2 브라  비하 , 

상  상단  지지 재  2 브라  치는, 신  돌  측   측 에  돌  1 브라  치

 향 는 것  특징  하는 리 듈. 

청 항 3 

행  루  열  복수  리 (battery cell);  연  플라스틱  , 상  복수  

리  하단 가 상측 에 안착 는 하단  지지 재;  연  플라스틱  , 상  복수  

리  상단 가 하측 에 안착 는 상단  지지 재; 상  복수  리  주변에 격 게 치 , 상

 상단  지지 재에 상단  고  지지 고 상  하단  지지 재에 하단  고  지지 는 복수  

(pillar);  상  복수  리 과  연결 는 듈 PCB(printed circuit board)  비하는 

리 듈 , 

상  하단  지지 재   측 , 상  하단  지지 재  타 측 , 상  상단  지지 재   측 ,  상

 상단  지지 재  타 측 에는 상  에 도  측  돌  1 브라  비 고, 

상  하단  지지 재   측 , 상  하단  지지 재  타 측 , 상  상단  지지 재   측 ,  상

 상단  지지 재  타 측   어도 하나  측 에는 측  돌 지만 상  에 지 않는 

2 브라  비 고, 

상  2 브라 , 상  2 브라   측   그  측 에  같  거리만큼 격  앙  심

 상   측 에  1 브라 과 칭 는 치에 치 고,

상  복수  리  각각  상단   하단  극(electric pole)에 각각  측 단 가 통 (通電) 가능
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하게 연결 는 1 극 (electric wire)  2 극  상  하도  연 고,

상  1 극   2 극   연  단 는 커 에 하여 결합 고,

상   커 가 상  듈 PCB(printed circuit board)에 리가능하게 결합 는 것

는 것  특징  하는 리 듈.  

청 항 4 

3 항에 어 ,

상  2 브라  상  상단  지지 재에 고, 

상  상단  지지 재에  2 브라 , 상  상단  지지 재에  1 브라 보다 게 치한

것  특징  하는 리 듈. 

청 항 5 

3 항에 어 ,

상  2 브라  상  하단  지지 재에 고, 

상  하단  지지 재에  2 브라 , 상  하단  지지 재에  1 브라 보다 낮게 치한

것  특징  하는 리 듈.

청 항 6 

삭

청 항 7 

1 항 또는 3 항에 어 ,

상  듈 PCB는 상  상단  지지 재에 고  지지 고, 

상  상단  지지 재에는 상  1 극  상  리  상단 에 눌리지 않고, 상  1 극 

과 2 극  상  상단  지지 재  통하도   통공  고, 

상  하단  지지 재에는 상  2  극  상  리  하단 에 눌리지 않도   치 

(groove)   것  특징  하는 리 듈. 

청 항 8 

삭

청 항 9 

1 항 또는 3 항  리 듈  복수 개 비하고, 상  복수  리 듈   하여 치  

리 키지 , 

하여 치  한  리 듈 에  하나  리 듈에 비  2 브라 , 다  하나  리

듈에 비  1 브라 과 상하  겹쳐지게 치 고  결합 는 것  특징  하는 리 키지. 

청 항 10 

9 항에 어 ,

상  상하  겹쳐지게 치  1 브라 과 2 브라  볼트(bolt)에 해 결합 고, 

상  볼트는 상  2 브라 과 1 브라  통하여 상  에 고  결합 는 것  특징  하는 리

키지. 
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 술  야

본   연결  복수  리  비한 리 듈,  상  리 듈  비한 리[0001]

키지에 한 것 다. 

 경  술

 폰(mobile phone)과 같   에  동차, 공 과 같  치,  에 지  시스[0002]

(ESS: energy storage system)에 지,  에 지  공 하  하여 리(battery)가 사 다. 

체 는, 과  가능한 2차 지가 사 다.  지  하고, 동차, 공 과 같

치,  에 지  시스 에는 복수  리 (battery cell)  고  연결하여 리 키

지(battery package)  함 ,  압, 큰 ,   사  시간  시키  하고 다. 

한민  공개특허공보 10-2018-0083991 에 래   에  리 키지가 개시 어 다. 그런 ,[0003]

상  리 키지는  량  해  고 변경  어 다는 문 가 다. 연하 , 상  리 키지는

복수  리 , 상단  지지 재, 하단  지지 재, 상단  고 층, 하단  고 층, 커 ,  스  

비하는 , 상 한  들  복수  리  한 든  들   미리 해진 개수  

리  고  지지하도  미리 해진 태  사  다. 라 , 리  개수  늘  

큰   량  갖는  리  키지  하  원하 ,  상단  지지  재,  하단  지지  재,  상단

고 층, 하단  고 층, 커 ,  스  다시 계  해야 하므 ,  량   어진다. 

에, 다양한  량에 할 수 게 재들  생산하는 경우 량 생산  어  생산 원가가 다. 

한편, 단 한  량  갖는 리 키지 복수 개   연결하여  량  시키는 [0004]

 수도 나, 치 공간  커지는 문 가 고, 복수  리 키지   연결하는  

가  필 하므  원가가 고, 에 지 도 하  수 다. 또한, 동차, 공  등과 같  움

직 는 치나 가 한 경에  연결  복수  리 키지가 치 어 는 경우, 상 한 

연결  끊어  안   에 지 공  어 울 수 다.  

행 술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한민  공개특허공보 10-2018-0083991  [0005]

 내

해결하 는 과

본 ,  결합  리하  한 리 듈과, 복수  리 듈  결합  리 키지  공[0006]

한다.  

과  해결 수단

본 , 행  루  열  복수  리 (battery cell),  연  플라스틱  , 상[0007]

복수  리  하단 가 상측 에 안착 는 하단  지지 재,  연  플라스틱  , 상

복수  리  상단 가 하측 에 안착 는 상단  지지 재,  상  상단  지지 재  상  하단

지지 재 사  결합 고 하는 복수  (pillar)  비하는 리 듈 , 상  하단  지지 재는

신   측   타 측 에 상   끼워지도  돌  치  복수  1 브라 과, 상  복수  1 브라

과 다  치  에  돌  치  복수  2 브라  비하고, 상  하단  지지 재  측  1

브라 과 타 측  2 브라  치가 향 고, 상  하단  지지 재  측  2 브라 과 타 측

1 브라  치가 향 , 상  리 듈  양 측  다  리 듈  결합 가능하도   

리 듈  공한다.

상  상단  지지 재는, 신   측   타 측 에 상   끼워지도  돌  치  복수  1 브라[0008]

 비하고, 신   측   타 측   어도 하나  측 에는 상  상단  지지 재  복수  1 브
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라 과 다  치  에  돌  치  복수  2 브라  비하 , 상  상단  지지 재  2 브라

 치는, 신  돌  측   측 에  돌  1 브라  치  향  수 다. 

또한 본 , 행  루  열  복수  리 (battery cell),  연  플라스틱  ,[0009]

상  복수  리  하단 가 상측 에 안착 는 하단  지지 재,  연  플라스틱  ,

상  복수  리  상단 가 하측 에 안착 는 상단  지지 재,  상  복수  리  주변에 

격 게 치 , 상  상단  지지 재에 상단  고  지지 고 상  하단  지지 재에 하단  고  지지

는 복수  (pillar)  비하고, 상  하단  지지 재   측 , 상  하단  지지 재  타 측 , 상

 상단  지지 재   측 ,  상  상단  지지 재  타 측 에는 상  에 도  측  돌

 1 브라  비 고, 상  하단  지지 재   측 , 상  하단  지지 재  타 측 , 상  상단

 지지 재   측 ,  상  상단  지지 재  타 측   어도 하나  측 에는 측  돌 지만

상  에 지 않는 2 브라  비 고, 상  2 브라 , 상  2 브라   측   그

 측 에  같  거리만큼 격  앙  심  상   측 에  1 브라 과 칭 는 치

에 치 는 리 듈  공한다. 

상  2 브라  상  상단  지지 재에 고, 상  상단  지지 재에  2 브라 , 상  상[0010]

단  지지 재에  1 브라 보다 게 치할 수 다. 

상  2 브라  상  하단  지지 재에 고, 상  하단  지지 재에  2 브라 , 상  하[0011]

단  지지 재에  1 브라 보다 낮게 치할 수 다. 

본  리 듈 , 상  복수  리  상단   하단  극(electric pole)에 각각  측 단[0012]

가 통 (通電) 가능하게 연결 는, 연 피복  1 극 (electric wire)  2 극 ,  상  

1 극   2 극  타 측 단  통  가능하게 연결 는 듈 PCB(printed circuit board)  

비할 수 다. 

상  듈 PCB는 상  상단  지지 재에 고  지지 고, 상  상단  지지 재에는 상  1 극  상[0013]

 리  상단 에 눌리지 않고, 상  1 극 과 2 극  상  상단  지지 재  통하

도   통공  고, 상  하단  지지 재에는 상  2 극  상  리  하단 에 눌

리지 않도   치 (groove)   수 다. 

상  1 극   2 극  타 측 단 , 상  듈 PCB  하측  커 (connector)에 해 착[0014]

탈 가능하게 연결  수 다. 

또한 본 , 상 한 리 듈  복수 개 비하고, 상  복수  리 듈   하여 치[0015]

리 키지 , 하여 치  한  리 듈 에  하나  리 듈에 비  2 브라 ,

다  하나  리 듈에 비  1 브라 과 상하  겹쳐지게 치 고  결합 는 리 키지  

공한다. 

상  상하  겹쳐지게 치  1 브라 과 2 브라  볼트(bolt)에 해 결합 고, 상  볼트는 상  2[0016]

브라 과 1 브라  통하여 상  에 고  결합  수 다. 

 과

본  리 키지는 한  리 듈 복수 개   치하고 결합하여 다. 라 , [0017]

리 듈  개수  가감하여 리 키지   량  쉽게 변경할 수 다. 다시 말해, 리 듈  

하는 리 , 하단  지지 재, 상단  지지 재,   각각 한 씩 계 하고, 리 

듈  개수  가감하여 다양한  량  리 키지  할 수 므 , 리 키지  생산 원가

낮  수 고, 주문에 빠 게 하여 리 키지  공 할 수 다.  

도  간단한 

도 1  본  실시 에  리 키지  사시도 다. [0018]

도 2는 도 1  II-II에 라 개 도시한 단 도 다. 

도 3  도 4는 도 1  리 듈  해 사시도 , 도 3  에  본 도 고, 도 4는 아래에  본 도

다.  
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도 5는 도 3  리 과, 리 에 연결  과, 에 연결  커  도시한 사시도 다.  

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  실시 에  리 듈   비한 리 키지  상 하게[0019]

한다. 본 에  사 는 어(terminology)들  본  람직한 실시   하  해

사  어들 , 는 사  또는 운  도 또는 본  하는 야   등에 라 달라질 수

다. 라 , 본 어들에 한 는 본  에 걸친 내   내 야 할 것 다.

도 1  본  실시 에  리 키지  사시도 고, 도 2는 도 1  II-II에 라 개 도시한 단 도[0020]

다. 도 1  참 하 , 본  실시 에  리 키지(1)는 X 과 평행한 향   하여

치  복수  리 듈(10A,10B,10C,10D,10E)  비하 , 컨 , 공 , 동차  같  치에 

에 지  공 하  해 사  수 다. 또는, 상  리 키지(1)는 에 지  시스 (ESS)에 사  수

도 다. 도 1에 도시 진 않았 나, 리 키지(1)는 상  복수  리 듈(10A,10B,10C,10D,10E)  수

는 리 스(box)   비할 수 다. 상  리 스는 착탈 가능하게 결합 는 스(base)(미도

시)  커 (cover)(미도시)  비할 수 다. 

도 3  도 4는 도 1  리 듈  해 사시도 , 도 3  에  본 도 고, 도 4는 아래에  본 도[0021]

고, 도 5는 도 3  리 과, 리 에 연결  과, 에 연결  커  도시한 사시도 다. 도

1에 도시  복수  리 듈(10A,10B,10C,10D,10E) 각각   동 한  갖는다. 도 3  도 4에  참

 '10'  여  리 듈(10)  도 1에 도시  각각  리 듈(10A,10B,10C,10D,10E)과 동 하다.

도  3   도  4  함께  참 하 ,  본   실시 에   리  듈(10) ,  복수  리  (battery

cell)(11),  하단  지지  재(20),  상단  지지 재(50),  복수  (pillar)(73),   듈  PCB(printed

circuit board)(80)  비한다. 

도 5  참 하 , 각각  리 (11)  과  가능한 2차 지  수 다. 리 (11)  원통[0022]

 상단 (12)  하단 (13)(도 4 참 )에 극(electric pole)  다. 도 5에 도시  실시 에 는 상

 상단 (12)에 양극(anode)  고 하단 (13)에 극(cathode)가 나,   극  

수도 다. 상  상단 (12)  극에는 1 극 (electric wire)(14)   측 단 가 연결 고, 상  하

단 (13)  극에는 2 극 (15)   측 단 가 연결 다. 1 극 (14)과 2 극 (15)

각각, 컨 , 리(Cu) 재  어  향  연   어(core)(미도시) , 상   어  

주  감싸는 연 피복  비한다. 

1 극 (14)  측 단   2 극 (15)  측 단   어는 상  리 (11)  상단[0023]

(12) 극  하단 (13) 극에 납 (soldering)(14w)에 해 합  수 다. 상  1 극 (14) 타 측

단   2 극 (15) 타 측 단   어에는 후술할 듈 PCB(80)(도 4 참 )에 착탈 가능하게 연결

 수 게 커 (connector)(16)가 결합 다. 상  커 (16)는 수  커 (male connector)  암  커

(female connector)  하나  커 다. 도 5에는 1 극 (14)  2 극 (15)  리 

(11)  에  상태  연 는 것  도시 어 나 는 시  것에 과하다. 또한, 도 5에는

1 극 (14)  2 극 (15)      상태  같  향  연 는 것  도시

어 나 는 시  것에 과하다. 

도 3  도 4  함께 참 하 , 리 듈(10)에 비  복수  리 (11)  각각 워진 상태  행[0024]

루  열 다.  도  3   도  4에  도시  실시 에 는,  39개  리  (11)  11×3  행  루

열 다. 여  X 과 평행하게 열  11개씩  리 (11)  행(行)  하고, Y 과 평행하게 열

3개씩  리 (11)  열(列)  한다. 다만, 상 한 11×3 행  열  리 (11)  시  것

, 본  상 한 11×3 행 에 한 지는 않는다. 

하단  지지 재(20)는 상  복수  리 (11)  하단 가 상측 에 안착 어 상  복수  리 (11)[0025]

하단  지지하는 재 고, 상단  지지 재(50)는 상  복수  리 (11)  상단 가 하측 에 안착

어 상  복수  리 (11)  상단  지지하는 재 다. 하단  지지 재(20)는 체  직사각  보드

(board) 상  재 , 상측 에 복수  리 (11) 하단 가  격  상태  안착 는 하단  안착

(21)과, 리  하단 (13)  극에 연결  2 극 (15)(도 5 참 )  상  하단  안착 (21)에

안착  리 (11)  하단 (13)에 눌리지 않도  상  하단  안착 (21)보다  게 여진  치

(groove)(22)  다. 
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하단  안착 (21)  복수  리 (11)  행 에 게 39개  하단  안착 (21)  11×3 행  [0026]

열 게 다.  치 (22)  동 한 행  라 열  11개  하단  안착 (21)  연결하도  X 과

평행하게 연 다. 

하단  지지 재(20)  마찬가지  상단  지지 재(50)도 체  직사각  보드(board) 상  재 , 하[0027]

측 에 복수  리 (11) 상단 가  격  상태  안착 는 상단  안착 (51)  다. 상단

안착 (51)  복수  리 (11)  행 에 게 39개  상단  안착 (51)  11×3 행  열 게

다. 

상단  지지 재(50)에는 리  상단 (12)  극에 연결  1 극 (14)(도 5 참 )  상  상단[0028]

안착 (25)에 안착  리 (11)  상단 (12)에 눌리지 않고, 1 극 (14)과 2 극 (15)

상단  지지 재(50)  통하도   통공(52)  다.  통공(52)  동 한 행  라 열

11개  상단  안착 (51)  연결하도  X 과 평행하게 연 다. 

하단  지지 재(20)  상단  지지 재(50)는 리 (11)  상단 (12)  하단 (13) 극과  누 나[0029]

합  할 수 도   연  플라스틱(plastic)  다. 람직하게는,  격  진동

 리 (11)  보 하도  하단  지지 재(20)  상단  지지 재(50)는 강  우수하고  연

도 우수한 리 강 플라스틱(GFRP: glass fiber reinforced plastic)  루어질 수 다. 

듈 PCB(80)는 도 5  참 하여 한 1 극 (14)과 2 극 (15)  타 측 단  통  가능하게[0030]

연결 다. 체 , 듈 PCB(80)  하측 에는 1  2 극 (14, 15)  타 측 단 에 결합  커

(16)가 착탈 가능하게 연결 는 커 (82)가 탑재 다. 1  2 극 (14, 15)  타 측 단 에 결합

 커 (16)가 수  커  상  듈 PCB(80)에 탑재  커 (82)는 암  커 고, 1  2 극

(14, 15)  타 측 단 에 결합  커 (16)가 암  커  상  듈 PCB(80)에 탑재  커 (82)는

수  커 다. 상  듈 PCB(80)에 탑재  커 (82)는 행  루  열  리 (11)에 게

39개가 11×3 행  루  열  수 다.

듈 PCB(80)는 도 2에 도시   같  상단  지지 재(50)에 복수  볼트(bolt)(미도시)에 해 고  지지[0031]

다. 상  듈 PCB(80)  주 리 에는 상  복수  볼트가 통하는 복수  볼트 통공(81)  

고, 상단  지지 재(50)  상측 에는 상  복수  볼트가 끼워지도  상  복수  볼트 통공(81)에 는

복수  볼트 체결공(71)  다. 

각 리 (11)  커 (16)  듈 PCB(80)  커 (82)가  착탈 가능하게 연결 므 , 복수  [0032]

리 (11) 에   리 (11)에    능  생한다 하 라도 리 듈(10) 체

   가능해지지는 않는다. 또한, 든 리 (11)  드시 양극(anode)  , 극  아래

 향하도  우지 않 라도 각 리 (11)  커 (16)  듈 PCB(80)  커 (82)가  연결

만 하  리 듈(10)  게 동한다. 라 , 리 듈(10)   비한 리 키지(1)

(도 1 참 )  립  하여 립 생산  향상 고, 미숙  업 에 한 립 량  감  수 다.

복수  (73)  상하 향  연  재 , 복수  리 (11) 주변에 격 게 치 다. 각각[0033]

(73)  컨 , 알루미늄 합 과 같   재  고, 각 (73)  하단  상단  하단  지지

재(20)  상단  지지 재(50)에 고  지지 다. 

하단  지지 재(20)는 체  직사각  보드 상  Y 과 평행하게 연 는 1  2 측 (24, 31) ,[0034]

X 과 평행하게 연 는 3  4 측 (38, 39)  비한다. 1  2 측 (24, 31)가 Y 과 평행한 향

 연  가, 3  4 측 (38, 39)가 X 과 평행한 향  연  보다 다. 1  2 측

(24, 31)는 Y  향과 평행한 하단  지지 재(20)  가상  앙 (ML1)  심  같  거리만큼 격

다. 

하단  지지 재(20)  마찬가지  상단  지지 재(50)도 체  직사각  보드 상  Y 과 평행하게 연[0035]

는 1  2 측 (54, 61) , X 과 평행하게 연 는 3  4 측 (65, 66)  비한다. 1  2

측 (54, 61)가 Y 과 평행한 향  연  가, 3  4 측 (65, 66)가 X 과 평행한 향  연

 보다 다. 1  2 측 (54, 61)는 Y  향과 평행한 상단  지지 재(50)  가상  앙 (ML2)

 심  같  거리만큼 격 다. 
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하단  지지  재(20)는  1,  2,  3,   4  측 (24,  31,  38,  39)에  측  돌  1  브라[0036]

(bracket)(25, 32, 40)  비한다. 하단  지지 재(20)  1 브라 (25, 32, 40)에는 (73)  하단 가

끼워   지지 다. 상  하단  지지 재(20)  1 브라 (25, 32, 40)에는 상  (73)  하단 가

끼워지도  상측 에  아래  여진  끼움 (groove)(26, 33, 41),  상   끼움 (26, 33, 41)과

상하  는 볼트 통공(27, 34, 42)  다. (73)  하단 에는 상  1 브라 (25, 32, 40)  볼

트 통공(27, 34, 42)  통한 볼트(미도시)가 끼워  체결 는 볼트 체결공(74)  다. 

하단  지지 재(20)는 3  4 측 (38, 39)에  측  돌  플랜지(flange)(43)   비하고, 상[0037]

 플랜지(43)에는 플랜지(43)  상하 향  통하는 복수  볼트 통공(44)  다. 복수  볼트(미도

시)가  상  플랜지(43)  볼트  통공(44)  통해  리  키지(1)(도  1  참 )  스(미도시)에

체결 , 리 듈(10)  상  스에 고  지지 다. 

하단  지지 재(20)  마찬가지  상단  지지 재(50)도 1, 2, 3,  4 측 (54, 61, 65, 66)에[0038]

측  돌  1 브라 (55, 62, 67)  비한다. 상단  지지 재(50)  1 브라 (55, 62, 67)에는 

(73)  상단 가 끼워   지지 다. 상  상단  지지 재(50)  1 브라 (55, 62, 67)에는 

(73)  상단 가 끼워지도  하측 에   여진  끼움 (56, 63, 68),  상   끼움 (56, 63,

68)과 상하  는 볼트 통공(57, 64, 69)  다. (73)  상단 에는 상  1 브라 (55, 62,

67)  볼트 통공(57, 64, 69)  통한 볼트(미도시)가 끼워  체결 는 볼트 체결공(75)  다. 

하단  지지 재(20)는 1 측 (24)  2 측 (31)에  측  돌  2 브라 (28, 35)   비한다.[0039]

하단  지지 재(20)  2 브라 (28, 35)에는 2 브라 (28, 35)  상하 향  통하는 볼트 통공(29,

36)  다. 하단  지지 재(20)  2 브라 (28, 35)에는 (73)  지 않는다. 

하단  지지 재(20)에 비  복수  1 브라 (25, 32, 40)   같  에 다. , 하단  지지[0040]

재(20)에 비  복수  1 브라 (25, 32, 40)   같  Z  값  갖는다. 하단  지지 재(20)에

비  복수  2 브라 (28, 35)   같  에 다. , 하단  지지 재(20)에 비  복수

2 브라 (28, 35)   같  Z  값  갖는다. 한편, 하단  지지 재(20)에 비  복수  2 브라

(28, 35)  하단  지지 재(20)에 비  복수  1 브라 (25, 32, 40)보다 낮게 치한다. , 하단

지지 재(20)에 비  복수  2 브라 (28, 35)  Z  값  하단  지지 재(20)에 비  복수  1

브라 (25, 32, 40)  Z  값보다 다. 

하단  지지 재(20)  2 브라 (28, 35)  하단  지지 재(20)  앙 (ML1)  심  신  돌[0041]

측 (24, 31)   측 (24, 31)에  1 브라 (25, 32)과 칭 는 치에 치 다. 연하 , 하단

 지지 재(20)  1 측 (24)에  측  돌  2 브라 (28) , 하단  지지 재(20)  2 측

(31)에  측  돌  1 브라 (32)과 상  앙 (ML1)  심  칭 는 치에 치 다. 하단

지지 재(20)  2 측 (31)에  측  돌  2 브라 (35) , 하단  지지 재(20)  1 측 (24)에

 측  돌  1 브라 (25)과 상  앙 (ML1)  심  칭 는 치에 치 다. 

다시 말해, 하단  지지 재(20)  1 측 (24)에  측  돌  복수  2 브라 (28)  Y  값 ,[0042]

하단  지지 재(20)  2 측 (31)에  측  돌  복수  1 브라 (32)  Y  값과  

  같다. 또한, 하단  지지 재(20)  2 측 (31)에  측  돌  복수  2 브라 (35)  Y

 값 , 하단  지지 재(20)  1 측 (24)에  측  돌  복수  1 브라 (25)  Y  값

과    같다.

상단  지지 재(50)는 1 측 (54)에  측  돌  2 브라 (58)   비한다. 상단  지지 재[0043]

(50)  2 브라 (58)에는 2 브라 (58)  상하 향  통하는 볼트 통공(59)  다. 상단  지지

재(50)  2 브라 (58)에는 (73)  지 않는다. 

상단  지지 재(50)에 비  복수  1 브라 (55, 62, 67)   같  에 다. , 상단  지지[0044]

재(50)에 비  복수  1 브라 (55, 62, 67)   같  Z  값  갖는다. 상단  지지 재(50)에

비  복수  2 브라 (58)   같  에 다. , 상단  지지 재(50)에 비  복수  2

브라 (58)   같  Z  값  갖는다. 한편, 상단  지지 재(50)에 비  복수  2 브라 (58)

상단  지지 재(50)에 비  복수  1 브라 (55, 62, 67)보다 게 치한다. , 상단  지지 재(50)

에 비  복수  2 브라 (58)  Z  값  상단  지지 재(50)에 비  복수  1 브라 (55, 62,

67)  Z  값보다 크다. 
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상단  지지 재(50)  2 브라 (58)  상단  지지 재(50)  앙 (ML2)  심  신  돌  측[0045]

(54)   측 (61)에  1 브라 (62)과 칭 는 치에 치 다. 연하 , 상단  지지 재(50)

 1 측 (54)에  측  돌  2 브라 (58) , 상단  지지 재(50)  2 측 (61)에  측

돌  1 브라 (62)과 상  앙 (ML2)  심  칭 는 치에 치 다. 다시 말해, 상단  지지 

재(50)  1 측 (54)에  측  돌  복수  2 브라 (58)  Y  값 , 상단  지지 재(50)

2 측 (61)에  측  돌  복수  1 브라 (62)  Y  값과    같다. 

도 3  도 4에 도시  리 듈(10)  하단  지지 재(20)  1  2 측 (24, 31)  상단  지지 [0046]

재(50)  1 측 (54)에 2 브라 (28, 35, 58)  비하고, 상단  지지 재(50)  2 측 (61)에는 2

브라  비하지 않는다. 그러나, 본  리 듈  도 3  도 4에 도시  실시 에 한 는 것

아니 , 하단  지지 재(20)  1  2 측 (24, 31)  상단  지지 재(50)  1  2 측 (54, 61)

 어도 하나  측 에 측  돌  2 브라  비하  본 에 포함 다. 

도 1  도 2  함께 참 하 , 리 키지(1)는 도 3  도 4  참 하여 한 리 듈(10)과 같[0047]

 갖는  복수  리  듈(10A,10B,10C,10D,10E)  비한다.  상  복수  리  듈

(10A,10B,10C,10D,10E)  X 과 평행한 향  라  하여 치 다. 체 , 1 리 듈

(10A)  하단  지지 재(20)  상단  지지 재(50)  1 측 (24, 54)는 2 리 듈(10B)  하단

지지 재(20)  상단  지지 재(50)  2 측 (31, 61)  마주보게 치 고, 2 리 듈(10B)  하단

 지지 재(20)  상단  지지 재(50)  1 측 (24, 54)는 3 리 듈(10C)  하단  지지 재(2

0)  상단  지지 재(50)  2 측 (31, 61)  마주보게 치 고, 3 리 듈(10C)  하단  지지 

재(20)  상단  지지 재(50)  1 측 (24, 54)는 4 리 듈(10D)  하단  지지 재(20)  상단

지지 재(50)  2 측 (31, 61)  마주보게 치 , 4 리 듈(10D)  하단  지지 재(20)  상단

 지지 재(50)  1 측 (24, 54)는 5 리 듈(10E)  하단  지지 재(20)  상단  지지 재(5

0)  2 측 (31, 61)  마주보게 치 다. 

리 키지(1)에 , 하여 치  한  리 듈(10A,10B,10C,10D,10E) 에  하나  리 듈[0048]

에 비  2 브라 (28, 35, 58) , 다  하나  리 듈에 비  1 브라 (25, 32, 55, 62)과 상하

겹쳐지게 치 고  결합 다. 도 2  참 하여  들 , 1 리 듈(10A)  하단  지지 재(20)

 1 측 (24)에 비  2 브라 (28_A)  2 리 듈(10B)  하단  지지 재(20)  2 측 (31)에

비  1 브라 (32_B)과 상하  겹쳐지게 치 다. 그리고, 2 리 듈(10B)  하단  지지 재(20)

 2 측 (31)에 비  2 브라 (35_B)  1 리 듈(10A)  하단  지지 재(20)  1 측 (24)에

비  1 브라 (25_A)과 상하  겹쳐지게 치 다. 그리고, 1 리 듈(10A)  상단  지지 재(50)

 1 측 (54)에 비  2 브라 (58_A)  2 리 듈(10B)  상단  지지 재(50)  2 측 (61)에

비  1 브라 (62_B)과 상하  겹쳐지게 치 다. 

하단  지지  재(20)  상단  지지  재(50)  1  브라 (25,32,40,55,62,  67)   끼움  [0049]

(26,33,41,56,63,68)에는  (73)  하단  상단 가  끼워진다.  리  키지(1)  한  리  듈

(10A,10B,10C,10D,10E)에  상하  겹쳐지게 치  1 브라 과 2 브라  볼트(미도시)에 해 결합 고,

상  볼트는 상  2 브라 과 1 브라  통하여 에 고  결합 다. 

 들 , 상하  겹쳐진 1 리 듈(10A)  하단  지지 재(20)  2 브라 (28_A), 2 리 듈[0050]

(10B)  하단  지지 재(20)  1 브라 (32_B),  (73)  하단 는 볼트(미도시)에 해 결합 다. 

체 , 상  볼트는 상  2 브라 (28_A)  볼트 통공(29),  상  1 브라 (32_B)  볼트 통공(34)

통하고 상  (73) 하단  볼트 체결공(74)에 끼워  스크 (screw) 체결  상  (73) 하단

에 고  결합 다.  

상하  겹쳐진 2 리 듈(10B)  하단  지지 재(20)  2 브라 (35_B), 1 리 듈(10A)  하[0051]

단  지지 재(20)  1 브라 (25_A),  (73)  하단 도 볼트(미도시)에 해 결합 다. 체 ,

상  볼트는 상  2 브라 (35_B)  볼트 통공(36),  상  1 브라 (25_A)  볼트 통공(27)  통하고

상  (73)  하단  볼트  체결공(74)에  끼워  스크  체결  상  (73)  하단 에  고

결합 다.

상하  겹쳐진 1 리 듈(10A)  상단  지지 재(50)  2 브라 (58_A), 2 리 듈(10B)  상[0052]

단  지지 재(50)  1 브라 (62_B),  (73)  상단 도 볼트(미도시)에 해 결합 다. 체 ,

상  볼트는 상  2 브라 (58_A)  볼트 통공(59),  상  1 브라 (62_B)  볼트 통공(64)  통하고
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상  (73)  상단  볼트  체결공(75)에  끼워  스크  체결  상  (73)  상단 에  고

결합 다.

그 에, 2 브라 과는 겹쳐지지 않  상단  지지 재(50)  1 브라 (55_A, 67_A)과, 상  1 브라[0053]

(55_A, 67_A)에 끼워진 (73)  상단 는 볼트(미도시)에 해 결합 다. 체 , 상  볼트는 상  1

브라 (55_A, 67_A)  볼트 통공(57)  통하고 상  (73) 상단  볼트 체결공(75)에 끼워  스크  체

결  상  (73) 상단 에 고  결합 다. 또한, 2 브라 과는 겹쳐지지 않  하단  지지 재(2

0)  1 브라 (40_A)과, 상  1 브라 (40_A)에 끼워진 (73)  하단 는 볼트에 해 결합 다. 체

, 상  볼트는 상  1 브라 (40_A)  볼트 통공(41)  통하고 상  (73) 하단  볼트 체결공

(74)에 끼워  스크  체결  상  (73) 하단 에 고  결합 다.

한편, 도 3  도 4  다시 참 하 , 단  리 듈(10)  비하는 리 키지  경우에는 한 한[0054]

 리 듈(10)  2 브라 과 1 브라  겹쳐지지 않는다. 라 ,  경우에, 하단  지지 재

(20)  1 브라 (25, 32, 40)과 상  1 브라 (25, 32, 40)에 끼워지는 (73)  하단 는, 상  1 브

라 (25, 32, 40)  볼트 통공(27, 34, 42)  통하고 상  (73) 하단  볼트 체결공(74)에 끼워  스크

 체결 는 볼트(미도시)에 해 결합  수 다. 그리고, 상단  지지 재(50)  1 브라 (55, 62, 67)과

상  1 브라 (55, 62, 67)에 끼워지는 (73)  상단 는, 상  1 브라 (55, 62, 67)  볼트 통공(57,

64, 69)  통하고 상  (73) 상단  볼트 체결공(75)에 끼워  스크  체결 는 볼트(미도시)에 해

결합  수 다. 

상에  한  리  키지(1)는  한   리  듈(10)  복수  개   치하고  결합하여[0055]

다. 라 , 리 듈(10)  개수  가감하여 리 키지(1)   량  쉽게 변경할 수 다.

다시 말해, 리 듈(10)  하는 리 (11), 하단  지지 재(20), 상단  지지 재(50),  

(73)  각각 한 씩 계 하고, 리 듈(10)  개수  가감하여 다양한  량  리 키지

(1)  할 수 므 , 리 키지(1)  생산 원가  낮  수 고, 주문에 빠 게 하여 리 

키지(1)  공 할 수 다. 

본  도 에 도시  실시  참고  었 나 는 시  것에 과하 , 당해 야에  통상[0056]

지식  가진 라   다양한 변   균등한 타 실시 가 가능함  해할 수  것 다. 라  본

 진 한 보 는 첨  특허청 에 해 만 해 야 할 것 다. 

 

1: 리 키지 10: 리 듈[0057]

11: 리 20: 하단  지지 재

25,28,32,35,55,58,62: 브라 50: 상단  지지 재

73: 80: 듈 PCB
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